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Pressemitteilung, 25. November 2013

Heild und kalt serviert — Vereinzelung von Mikrochips mittels Laser-
strahl und Wasser-Aerosol

Wissenschaftler des Fraunhofer 1ISB in Erlangen und der JENOPTIK Automatisie-
rungstechnik GmbH in Jena wurden fur die Entwicklung eines neuartigen, laserbasier-
ten Trennverfahrens fur sprodbrichige Materialien mit dem Georg Waeber Innovati-
onspreis 2013 des Forderkreises fur die Mikroelektronik e.V. ausgezeichnet. Das Ver-
fahren kann u.a. in der Halbleiterfertigung zur Vereinzelung integrierter Schaltkreise
eingesetzt werden. Als Vertreter des Forderkreises Uberreichte Knut Harmsen, Leiter
der Geschaftsstelle Erlangen der IHK Nurnberg far Mittelfranken, die Auszeichnung an
das Forscherteam. Die Preisverleihung fand im Rahmen der Jahrestagung des Fraun-
hofer IISB am 21.11.2013 in Erlangen statt.

Dr. Matthias Koitzsch, Dirk Lewke und Dr. Martin Schellenberger vom Fraunhofer-Institut fur
Integrierte Systeme und Bauelementetechnologie IISB in Erlangen sowie Dr. Hans-Ulrich
Zihlke von der Jenoptik Automatisierungstechnik GmbH in Jena haben mit dem ,Thermi-
schen Laserstrahlseparieren* (TLS) ein innovatives Verfahren entwickelt, mit dem sich
sprodbriichige Materialien ohne Materialverlust und in hoher Qualitat trennen lassen. Das
Trennverfahren basiert auf der Flihrung eines Risses mittels thermisch induzierter mechani-
scher Spannungen. Dazu wird die Materialoberflache lokal mit einem Laser erwarmt und
anschlieBend durch ein Aerosol abgekihlt. Aufbauend auf grundlegenden Untersuchungen
zum Prozessverstandnis wurde das TLS-Prinzip bis zur Marktreife gebracht und in eine Pro-
totyp-Anlage implementiert. Die wesentlichen Vorteile des neuartigen Verfahrens sind der
abtragsfreie Trennvorgang, die hohe Geschwindigkeit und die nahezu perfekte Trennkante.

Die Anwendungen, die wahrend der Technologieentwicklung alleine fiir den Bereich der
Halbleiterfertigung erschlossen wurden, sind vielfaltig. Ein erstes Einsatzgebiet fir das ther-
mische Laserstrahlseparieren ist die Vereinzelung integrierter Schaltkreise (Mikrochips) auf
Silicium-Basis. TLS ermdglicht hier beispielsweise bei der Herstellung von Mikrochips eine
hohere Packungsdichte auf den Halbleiterscheiben (Wafer) und durch die Qualitat der
Trennkanten auch eine hohere Bruchfestigkeit der vereinzelten Chips, was insgesamt einer
hoheren Ausbeute (Yield) zu Gute kommt. In Siliciumcarbid, einem Halbleitermaterial mit
grol3em Zukunftspotential in der Leistungselektronik, arbeitet TLS bis zu 100-mal schneller
als etablierte Trennverfahren. Ebenso erlaubt TLS eine nachtragliche Grél3enanpassung von
Wafern, was z.B. flir Forschungs- und Versuchszwecke von Interesse ist.

.Mit dem TLS-Trennverfahren steht einem heimischen Geratehersteller eine innovative und
konkurrenzfahige Technologie zur Verfligung, die etablierten Trennverfahren in entscheiden-
den Belangen deutlich Gberlegen ist. TLS besitzt ein grol3es Potential nicht nur in der Halblei-
terindustrie”, meint Dr. Martin Schellenberger, der am Fraunhofer [ISB fiir die wissenschaftli-
che Planung und Koordination der Gerate- und Prozessentwicklung fir das TLS-
Trennverfahren sowie die Verbreiterung der Anwendungsfelder verantwortlich zeichnete.

Dr. Hans-Ulrich Zihlke, seitens der Jenoptik Automatisierungstechnik GmbH als Projektleiter
fur die Spezifikation des TLS-Gerats, die Koordinierung der Entwicklungsarbeiten mit dem
Fraunhofer 1ISB und den Aufbau der ersten Prototyp-Anlage zustandig, restimiert: ,Wir freu-
en uns mit unseren Kollegen vom IISB tber die Auszeichnung mit dem Innovationspreis Mik-
roelektronik und moéchten uns im Namen aller Beteiligten beim Forderkreis Mikroelektronik
fur die Anerkennung unserer Arbeit bedanken. Ebenso erfreulich ist fir uns als Industriepart-
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ner nattirlich auch die Tatsache, dass schon mit zwei renommierten Halbleiterherstellern der
Einsatz des TLS-Verfahrens in deren Produktion untersucht wird.“

Thermisches Laserstrahlseparieren (TLS), Wafer und separierte Mikrochips: Die Preistrager
Dr. Hans-Ulrich Zihlke, Dirk Lewke, Dr. Matthias Koitzsch und Dr. Martin Schellenberger
(v.l.) vor einem TLS-Dicer im Reinraumlabor des Fraunhofer 1ISB in Erlangen.

Bild: Kurt Fuchs / Forderkreis fiir die Mikroelektronik e.V.

Weiteres Bildmaterial zur redaktionellen Verwendung finden Sie unter
www.iisb.fraunhofer.de/presse.

Links:
http://www.jenoptik.com/de-jenoptik-automatisierungstechnik-gmbh-firmenprofil
http://www.foerderkreis-mikroelektronik.de
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Innnovationspreis Mikroelektronik und Forderkreis fur die Mikroelektronik e.V.

Der Innovationspreis Mikroelektronik wird jahrlich fiir herausragende wissenschaftliche Leis-
tungen ausgeschrieben und ist mit 3000 Euro dotiert. Bei der Beurteilung durch die Jury wird
insbesondere der Erkenntnisfortschritt beriicksichtigt und Wert auf die praktische Verwertung
durch die Wirtschaft gelegt. Der Férderkreis fur die Mikroelektronik e.V. ist ein Zusammen-
schluss von ca. 15 Unternehmen, zwei Fraunhofer-Instituten, vier Lehrstiihlen der Universitat
Erlangen-Nurnberg und der IHK Nirnberg fiur Mittelfranken. Der Forderkreis verleiht jahrlich
den Innovationspreis, fordert technisch-wissenschaftliche Veranstaltungen und Kooperatio-
nen zwischen Forschung, Entwicklung und Anwendung.

Fraunhofer 1ISB:

Das 1985 gegriindete Fraunhofer-Institut fur Integrierte Systeme und Bauelementetechnolo-
gie IISB betreibt angewandte Forschung und Entwicklung auf den Gebieten Leistungselekt-
ronik, Mechatronik, Mikro- und Nanoelektronik. Mit seinen Arbeiten zu leistungselektroni-
schen Systemen fir Energieeffizienz, Hybrid- und Elektrofahrzeuge sowie zur Technologie-,
Gerate- und Materialentwicklung fiir die Nanoelektronik geniefdt das Institut internationale
Aufmerksamkeit und Anerkennung. Rund 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in
der Vertragsforschung fur die Industrie und 6ffentliche Einrichtungen. Neben seinem Haupt-
sitz in Erlangen betreibt das [ISB weitere Standorte in Nurnberg und Freiberg. Das 1ISB ko-
operiert eng mit dem Lehrstuhl fir Elektronische Bauelemente der Friedrich-Alexander-
Universitat Erlangen-Nurnberg.



